
Technik & Architektur

FH Zentralschweiz

Vertiefung Produktentwicklung & Mechatronik

Abb.1: Fertig montierter Messaufbau Abb.2: CAD-Konstruktion des Messaufbaus

Die Wärmeleitfähigkeit von Materialien soll über mehrere Schichten bestimmt werden. Der 

Hauptanwendungsfall liegt dabei bei einem PCM-Pouch. Es sollen Wärmeleitfähigkeiten im 

Bereich von 0.1 – 10 W/mK gemessen werden können.

Der Temperaturverlauf innerhalb der von ober- / unterhalb 

der Probe platzierten Referenzmaterialien wird gemessen. 

Daraus können der Wärmestrom und die Oberflächentem-

peraturen der Probe berechnet werden. Anhand dieser 

Werte kann die Wärmeleitfähigkeit der Probe bestimmt 

werden
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Abb.3: Funktionselemente des Messaufbaus Abb.4: Auswertung der Messergebnisse: Linearität, Kontaktwiderstand,
Thermische Leitfähigkeit (16 Datenpunkte)
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Entwicklung eines Heat-Flow-Meters

Ein entsprechender Aufbau wurde erfolgreich entwickelt 

und umgesetzt. Testreihen bewiesen die Wiederhol-

genauigkeit des Systems. Die Messung des PCM-Pouches 

ergab eine thermische Leitfähigkeit von ca. 1.3 W/(m·K).
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	Folie 1: Entwicklung eines Heat-Flow-Meters

